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Tek Iskeletli Dis Cephe Sistemi

Pratiktir, ingaatin yapim
hizimi arttinir.
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Tek Iskeletli Dis Cephe Sistemi

® Tek iskeletli dis cephe
sistemi, daha hizli imalat
istenilen, betonarme
veya gelik binalarda, dig
cephe duvar sistemlerinde
kullanilir.

B |s)yalitiminda artis ve
stirekliligi saglamak igin,
ylizeye istenilen kalinhkta
yalitim malzemesi
uygulanarak mantolama
yapilir. Mantolama
uygulamasi iZODER’in
tavsiye ettigi uygulama
esaslari dikkate alinarak
yapilmahdir.

B Fide edilen diizgiin
ylizey her tirlii kaplama
malzemesi (metal
kaplama, yali baski, ahsap
kaplama, dekoratif tugla
kaplama, vb) sabitlenerek
bitirilebilir.

B Celik binalarda BoardeX
tizerine herhangi bir
kaplama malzemesi
uygulanmayacaksa yiizeye
GRIO BoardeX Swvasi
uygulanarak, ilk astar
katl tamamlanir. Daha
sonra iizerine nitelikli siva
uygulanip boyaya hazir
hale getirilir. (*)

B Dis duvarlar Tek iskeletli
dis cephe sistemi ile imal
edilen binalarin kullanim
alanlari artar. Emsalden
kazanilir.

® ¢ yiizeyde son kat algi
levha sabitlenmeden 6nce
sap, siva, gibi tim 1slak
imalatlar tamamlanabilir.
Bu imalatlarin sonunda
son kat algl levha BoardeX
ylizeyine sabitlenerek
duvar yiizeyi bitirilir.

® Tek iskeletli dis cephe
sistemi ile imal edilen
duvarlar, algi levhalar ile
ayni aks sistemi ile calisir.

® Tek iskeletli dis cephe
sistemi ile yapilan
duvarlar, ingaatin yapim
hizini artinr.

® Tek iskeletli dis cephe

Dis cepheden gdriiniim
GRIO BoardeX Swas
Alkali dayanimli siva filesi
Matkap uclu mantolama diibeli
Yaltim Malzemesi (Fibero)
BoardeX

BoardeX matkap uglu vida
BoardeX DC 100 profili
Diibel vida

DU profili

Ses yalitim bandi

ic cepheden goriiniim

COREX

BoardeX

Mineral yiin

BoardeX DC 100 profili

m Esdeger isi yalitim degeri
icin Tek iskeletli di
cephe sistemi ile yapilan
duvarlarin karbon salimlari
geleneksel duvarlara gore
cok daha diisiktar.

BoardeX, hafif ve kolay tasinabilen bir malzeme oldugu igin

dis cephe uygulamalarina hiz kazandirir.
sistemi, 0,9 mm et REL e

kalinligindaki DC 100
profilinin 40 cm aks
araliginda uygulanmasi
kosulu ile en fazla

100 m’den yiiksek
binalarda 166 km/h; 60 cm
aks araliginda ise en fazla
100 m yiikseklikteki binada
150 km/h riizgar yikini
karsilayacak sekilde
tasarlanmusgtir.

Detayh hilgi icin 37
nolu sayfadaki tabloyu
inceleyiniz.

(*)BoardeX yiizeyi tizerine alkali dayanimli derz bandi ve asgari 160gr/m?2 agirhiginda alkali dayanimli siva filesi kullanilarak GRIO BoardeX Sivast ile derz dolgu ve ilk kat astar
uygulamasi yapilir. Bu astar kat iizerine yapilacak mineral siva (GRIO mineral) uygulamasi ve mineral siva iizerine yapilacak boya uygulamalari icin, siva ve boya iireticilerinin
tavsiye ve 6nerilerine uyulmali, uygulama kosullar hakkinda bilgi alinmalidir.



#boarde)

| 40 cm

BoardeX Tek iskeletli
dis cephe sistemi ile,lizerine uygulanacak
yalitim malzemesi hari¢ 14 cm kalinh§inda dig
cephe duvari yapilir. Sistemin yangin dayanimi
ET 90 olup, 90 dakika yangin dayanimina erisilir.

Sistem Ozellikleri

Topl
___ . | Profil Aks | Kullanilan levha sayisi Agirhik Min?:'a;:l;liin Is1 Gegirgenlik degeri*®
Profil Tipi | Araligi(cm) kalinhk / tip (kg/m®) | alinlign (cm) U (W/m2K)
L ilave
Yalitimh
I
1 adet 12,5mm
COREX
DC100 60 + 10 0,76 0,36
2 adet 12,5mm
BoardeX Karbon Salimi (kg.C0,/m’)
24,32 28,89
ilave
Yalitimh
I
1 adet 12,5mm
COREX
DC100 40 + 10 0,81 0,37
2 adet 12,5mm
Boardex
27,11 31,68
....................... e
:-' Yalitimh
; 1 adet 12,5mm [ 10cm |
COREX
DC100 40 + 10 0,81 0,27
2 adet 12,5mm
poareex
| iem ] 2711 | 3625
Katasic  Kanas dg
Geleneksel dis cephe duvarlariyla BoardeX Tek iskeletli dis cephe sisteminin performans karsilastirmasi
Duvar Tipi Agirlik Is1 Gegirgenlik degeri * U (W/m2K)
(kg/m?)
Yalhitimhi
Gaz beton duvar L 5om |
!(?llllllk: 20 cm 0.77 0.39
Ig: 2 cm algi siva
Dis: 1,5 cm ¢gimento esasli siva
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Tek iskeletli Dis Cephe Sistemi

Agirhk
(kg/m?)

Is1 Gegirgenlik dederi * U (W/m2K)

Bimshlok duvar

Kalinhik: 35 cm

ig: 2 cm algi sva

Dis: 3 cm ¢imento esasli siva

0,70

Yalitimh

0,37

Ayni U (W/m2K) degerli dig cephe duvarlari igin agirlik ve emsal karsilagtirmasi.

(*) Kullanilan Mineral yiiniin (A) degeri 0,039 W/m.K, yalitim malzemesinin (A) degeri 0,040 W/ m.K dir. Sistem 1si gegirgenlik degeri hesaplanirken metal Gizerinden 1si kdprileri

hesaba dahil edilmistir.Duvar m2 agirhgi hesaplanirken yalitim malzemesi 16 kg/m? alinarak hesaba dahil edilmistir.
Ist gecirgenlik degerleri hesaplanirken TS 825 esas alinmigtir. Malzeme cinsi; gazbeton igin 7.3.2.6, bimsblok igin 7.5.1.1.2.2 maddeleri segilmistir.

Agirlik (kg/m?) Kalinlik (cm)
400 40
350 35
300 30
250 25
200 20
150 | 15
100 | 10
50 | 5
0 0
Gazheton Bimshlok boarde) Gazheton Bimshlok boarde){
Malzeme Analizi
Tiiketim
Malzeme Adi
A®=40 cm XK=60 cm
BoardeX 2,10 m2
COREX 1,05 m2
Boardex DC 100 profili (47x47; 0,9 mm; Z275) 2,90 mt 2,10 mt
DU profili (38x38; 0,6 mm; Z100) 0,84 mt
BoardeX matkap uclu vida (i¢ 40 cm, dis 20 cm ara ile) 37 adet 23 adet
Matkap uglu vida 35 ( 30 cm ara ile) 16 adet 12 adet
Diibel-vida 5,25 adet
Ses yalitim bandi 100 1,50 mt
Derz bandi veya kagit bant 1,80 mt
DERZTEK derz dolgu algisi 0,40 kg
Fibero (diistik yogunluklu) 1,05 m2

Baslangig profili

Taban ¢evresine gore degisiklik gosterir

K =40, DC profili aks araliklarinin 40 cm oldugunu belirtmektedir.
11 Malzeme analizi yapilan duvar alani 4mx2,5m = 10 m? olarak hesaplanmig olup, hesaplara %5 fire dahil edilmistir.
12  Busisteme iliskin uygulama adimlarina, BoardeX Dis Cephe Kuru Duvar Sistemleri uygulama kitabindan veya www.hoardex.com.tr adresinden ulagabilirsiniz.





